P Agenda des Erfa-Kreis Treffens
am 18.11.2009 bei WILO.

BegriufRung der Teilnehmer Betriebsbesichtigung

Hr. Dr. Weil3, WILO Hr. Dr. Weil3, WILO
Kurzvorstellung neue Mitglieder Kaffeepause

Vorstellung der WILO SE Zukiinftige Organisation des
Hr. Dr. Weil3, WILO Fachkreises

Einfluss der européischen Normen Prof. Franke, Lehrstuhl FAPS
auf Elektronik-Produkte und Antriebe Fachkreisarbeit

mit Blick in die Zukunft bis 2017
Hr. Dr. Weil3, WILO

Kaffeepause

Aktuelle Themen der Produktion

- Ubersicht der Entwicklung 08/09

- Materialversorgung bei hoher
Allokation

- Preise, Lieferzeiten

- Einkauf genauer Stiickzahlen oder
Rollenware

- Lagerbestande, Lagerung
empfindlicher Bauelemente

- Rustungsoptimierung fur sinkende
Stlickzahlen

- Leiharbeit

- AOI

Mittagessen
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11:15 - Diskussion der aktuellen
Themen der Produktion.

Ubersicht der Entwicklung 08/09

Sichere Materialversorgung bei zunehmender Allokation -
Strategien, Vertrage, Lagerbestande, ... (Hr. Schmauch)

Entwicklung der Preise und Lieferzeiten (Hr. Richter)
Einkauf genauer Stltickzahlen oder Rollenware (Hr. Richter)

Lagerbestande, Lagerung empfindlicher Bauelemente
(Hr. Richter)

Ristungsoptimierung fir sinkende Sttickzahlen (Hr. Grimm)
Erfahrung mit Leiharbeit (Dr. Weil3)

Erfahrung mit AOI bei SMD/Reflow & Verbesserungspotenziale
(Hr. Toop)
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ETAC (European Test Application Center):
Ein Verbund von Hochschulen und Industrie.

Die Qualitat, Zuverlassigkeit und Sicherheit eines mechatronischen Systems kann aufgrund der
gestiegenen Komplexitat zunehmend nur noch ganzheitlich beurteilt werden. Das ETAC soll
diesem interdisziplinaren Ansatz gerecht werden. Geplant ist die Zusammenfiihrung
mechatronikspezifischer Kompetenzen unter einem Dach.

Die Arbeiten des ETAC sollen sich in folgende Bereiche gliedern:
ETAC-I: IC-Test und Qualifizierung
ETAC-II: Test und Qualitat elektronischer Baugruppen und mechatronischer Systeme
ETAC-III: Qualitatssicherungslabor und Zertifizierungen
Das ETAC soll durch einen Verbund aus Industrie und Hochschule getragen werden. Gemaf

der finanziellen Beteiligung kbnnen Anlagen und Systeme des ETAC fir Industrie- oder
Entwicklungsauftrage in Anspruch genommen werden.
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Potenzial des Geschéaftsmodells bewertet werden:

Welche Aktivitaten der Prozess- und Produktqualifikation fir elektronische und mechatronische Systeme
verfolgen Sie bereits? Welche Anlagen und Systeme stehen lhnen hierzu in Threm Haus zur Verfigung?

Mit welchen Fragestellungen wenden Sie sich an externe Unternehmen oder Institute? Welche
Fragestellungen wirden Sie gerne an externe Unternehmen oder Institute abtreten?
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W Material, Prozess- und Produktqualifikation
am Lehrstuhl FAPS.

Materialqualifikation Aktuelle Schwerpunkte:

“ Substrate Metallisierungshaftung auf

Thermoplasten und Folien
“ Bauelemente
Verarbeitbarkeit von

“ Lotpasten Lotpasten im SMT-Prozess

Bewertung alternativer
Bauelementpackages

Prozessqualifikation Aktuelle Schwerpunkte:

“ Medienauftrag _ ) SPC Schablonendruck

* Bestiicken & o fdny Bestiickung drei-
dimensionaler Baugruppen
“ Reflowloten

Reflowléten komplexer
Baugruppen mit grof3en
thermischen Massen

Produktqualifikation Aktuelle Schwerpunkte:
“ Industrieelektronik Zuverlassigkeitsbewertung
. . B fur mechatronische
“ Automobilelektronik | T Systeme
© Medizin- Strategien zur Bewertung
elektronik der Zuverlassigkeit

Robustness Validation
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Aktuelle Aktivitaten am Lehrstuhl FAPS
am Beispiel ausgewahlter Projekte.

Materialqualifikation

Bewertung der Druckbarkeit von Lotpasten mit unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen (Pulvertyp,
Metallgehalt, Nassklebekraft, Thixotropie)

Beurteilung der Benetzungsfahigkeit von Anschlussflachen unterschiedlicher Bauelementpackages

Vermessung der Registrierung des Lotstopplacks auf Fine-Pitch-Leiterplatten

Prozessqualifikation

Konzept zur Beurteilung der Prozessfahigkeit des Schablonendrucks auf Basis geeigneter
Prozessfahigkeitsindizes

Einsatz nanobeschichteter SMT-Druckschablonen fur den Druckprozess

Bewertung des Reflowprozesses unter Verwendung alternativer Prozessgase im Lotofen

Produktqualifikation

Konzept zur Beurteilung der Zuverlassigkeit mechatronischer Systeme
Charakterisierung der Vibrationsbestandigkeit mechatronischer Baugruppen

Bewertung alternativer Verfahren der Umweltsimulation
(sequentielle und kombinierte Verfahren zur Produktqualifikation)
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VDI|VDE|IT Verbundprojekt ParaObsol:
Heilmittel fur den Obsoleszenzfall bei langlebigen Investitionsgitern

Ausgangssituation:
Die Verfugbarkeit elektronischer Komponenten ist aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik

oftmals deutlich kiirzer als die Lebensdauer vieler langlebiger Investitionsguter.

Verbundprojekt ParaObsol: VDI|VDE|IT
Verfahren, Methoden und Systeme zur Begegnung des Obsoleszenzproblems

Festlegen der Nachbildung der

Schnittstellen elektronischen
und der Funktionalitat

Spezifikationen (Black Box)

Analyse der

Systeme und
Komponenten

Aufstellen eines grundlegen- Verfahren zum zuverlas-

den Entscheidungsmodells sigen Austausch von obso-

zur Strategiewahl im leten Funktionsgruppen auf

Obsoleszenzfall Leiterplattenebene
Online-Fragebogen Nutzung der E"“P
als Basis flr ein praxisrelevantes Kompetenzen
Entscheidungsmodell und Erfahrung M/
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15:30 - Fachkreisarbeit
Termin und Ort des nachsten Treffens.

Maogliche Orte:
Heidelberger Druckmaschinen
BuS Elektronik
Schlafhorst Electronics
Maogliche Termine:
21.04.2010 (Hannover Messe)
28.04.2010
05.05.2010
12.05.2010
Themen? AOI
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